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█ 报告简介
“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。

“十二五”时期，我国全面深化改革，保持宏观政策连续性和稳定性，创新宏观调控思路和方式，有针对性进行预调微调，实现了经济社会持续稳步发展，经济运行处在合理区间，经济结构调整出现积极变化，人民生活水平提高。与此同时，中国经济运行仍面临不少困难和挑战，经济下行压力较大，结构调整阵痛显现，企业生产经营困难增多，部分经济风险显现。

“十三五”规划是指导地方经济2016-2020年发展的宏伟蓝图和行动纲领，是政府履行经济调节、公共服务、市场监管、社会管理和环境保护职责的重要依据。编制好“十三五”规划，对地方政府实现经济平稳较快增长，保障各项社会事业健康有序发展，具有十分重要的意义。

“十三五”时期，我国面临三大转型：即工业转型升级大趋势——从“中国制造”走向“中国智造”；城镇化转型升级大趋势——从规模城镇化走向人口城镇化；消费结构转型升级大趋势——从物质型消费走向服务型消费。从三大转型升级的大趋势看，2020年我国基本形成服务业主导的经济结构的客观基础正在形成。实现这一转型，既可以在结构升级的基础上形成7%左右的经济增长新常态，又能够为跨越中等收入陷阱、进入高收入国家创造有利条件。

中国已站在新的更高的起点上，“十三五”时期要确保全面建成小康社会的宏伟目标胜利实现，确保全面深化改革在重要领域和关键环节取得决定性成果，确保转变经济发展方式取得实质性进展。中央政府要求规划编制必须强化全球视野和战略思维，正确处理好政府与市场的关系，科学设定规划目标指标，积极推进市县规划体制改革，坚持开放民主编制规划，使“十三五”规划更加适应时代要求，更加符合发展规律，更加反映人民意愿。

三胜咨询结合对我国主流行业的多年研究经验，依托庞大的调研体系，结合科学的研究方法和分析模型，通过对“十二五”经济与社会发展成就，行业发展规模、市场竞争格局、未来发展策略等层面的阐述，深入分析关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素及“十三五”发展趋势。此报告是您把握行业最新动态，编制产业规划、制定产业政策的重要参考工具。
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　　　　二、成都集成电路产业发展特色分析

　　　　三、成都集成电路业集中力量发展芯片

　　　　四、成都集成电路产业规划

第九章 “十二五”期间国内外集成电路的相关元件产业发展状况

　　第一节 “十二五”期间电容器产业发展状况

　　　　一、国际电容器产业发展概况

　　　　二、中国电容器市场发展策略

　　　　三、电容器市场面临发展新机遇

　　　　四、中国电容器行业将迎来新一轮发展

　　第二节 “十二五”期间我国电感器产业发展状况

　　　　一、电感行业概况

　　　　二、2014年电感器产业发展状况

　　　　三、2015年电感器市场发展概况

　　　　四、片式电感器产业发展状况

　　　　五、片式电感器发展趋势

　　第三节 “十二五”期间我国电阻电位器产业发展状况

　　　　一、浅谈电阻电位器产业发展概况

　　　　二、中国电阻器产业五大特性

　　　　三、中国电阻电位器市场

　　　　四、中国电阻电位器产业发展战略

　　　　五、中国电阻电位器产业四大发展目标

　　第四节 “十二五”期间我国其它相关元件的发展概况

　　　　一、浅谈晶体管发展历程

　　　　二、功率晶体管市场发展规模分析

　　　　三、发光二极管市场发展浅析

第十章 “十二五”期间我国集成电路应用市场发展分析

　　第一节 “十二五”期间我国车用集成电路发展概况

　　　　一、车用IC市场发展状况

　　　　二、车用IC市场在稳定中求成长

　　　　三、全球车用IC领导厂商发展状况

　　第二节 “十二五”期间我国手机集成电路发展概况

　　　　一、智能手机推动手机IC市场的发展

　　　　二、手机模拟IC市场发展概况

　　　　三、手机成为最能带动IC市场成长的产品

　　第三节 “十二五”期间我国其他集成电路应用市场发展

　　　　一、计算机和通讯应用IC市场发展回顾

　　　　二、PC是IC产业应用最大的市场

　　　　三、显示器驱动IC市场成长放缓

第十一章 “十三五”期间世界及我国经济预测

　　第一节 “十三五”期间世界经济发展趋势

　　　　一、“十三五”期间世界经济将逐步恢复增长

　　　　二、“十三五”期间经济全球化曲折发展

　　　　三、“十三五”期间新能源与节能环保将引领全球产业

　　　　四、“十三五”期间跨国投资再趋活跃

　　　　五、“十三五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济

　　　　六、“十三五”期间美元地位继续削弱

　　　　七、“十三五”期间世界主要新兴经济体大幅提升

　　第二节 “十三五”期间我国经济面临的形势

　　　　一、“十三五”期间我国经济将长期趋好

　　　　二、“十三五”期间我国经济将围绕“三个转变”

　　　　三、“十三五”期间我国工业产业将全面升级

　　　　四、“十三五”期间我国以绿色发展战略为基调

　　第三节 “十三五”期间我国对外经济贸易预测

　　　　一、“十三五”期间我国劳动力结构预测

　　　　二、“十三五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测

　　　　三、“十三五”期间我国自主创新结构预测

　　　　四、“十三五”期间我国产业体系预测

　　　　五、“十三五”期间我国产业竞争力预测

　　　　六、“十三五”期间我国经济国家化预测

　　　　七、“十三五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测

　　　　八、“十三五”期间人民币区域化和国际化预测

　　　　九、“十三五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测

　　　　十、“十三五”期间我国中小企业面临的外需环境预测

第十二章 “十三五”期间我国政策体系预测

　　第一节 “十三五”规划重点倾斜内容预测

　　　　一、大消费

　　　　二、高铁及城轨建设

　　　　三、生产性服务

　　　　四、战略新兴产业

　　第二节 “十三五”期间我国主要政策预测

　　　　一、“十三五”期间将进一步劳动力市场政策

　　　　二、“十三五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策

　　　　三、“十三五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策

　　　　四、“十三五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策

　　第三节 “十三五”期间我国经济社会发展阶段预测

　　　　一、“十三五”期间我国将加速全面建设小康社会

　　　　二、“十三五”期间我国将全方位改革综合推进阶段

　　　　三、“十三五”期间我国工业化中期向工业化后期转变

第十三章 “十三五”期间我国经济将面临的问题及对策

　　第一节 “十三五”期间影响投资因素分析

　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析

　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析

　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析

　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析

　　第二节 “十三五”期间我国经济稳定发展面临的问题

　　　　一、经济结构失衡

　　　　二、产业结构面临的问题

　　　　三、资本泡沫过度膨胀

　　　　四、收入差距进一步扩大

　　　　五、通货膨胀风险加剧

　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改

　　第三节 “十三五”期间我国经济形势面临的问题

　　　　一、世界政治、经济格局的新变化

　　　　二、国际竞争更加激烈

　　　　三、投资的作用将下降

　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加

　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题

　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折

第十四章 “十三五”期间我国区域经济面临的问题及对策

　　第一节 “十三五”期间促进区域协调发展的重点任务

　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制

　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局

　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作

　　　　四、创新各具特色的区域发展模式

　　　　五、建立健全区域利益协调机制

　　第二节 “十三五”期间我国区域协调发展存在的主要问题

　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出

　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强

　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难

　　　　四、财税体制尚需完善

　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全

　　第三节 “十三五”期间促进区域协调发展的政策建议

　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划

　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架

　　　　三、制定基础产业布局战略规划

　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施

第十五章 “十三五”期间我国集成电路行业前景趋势分析

　　第一节 “十三五”期间我国集成电路发展趋势

　　　　一、2015-2020年中国集成电路预测分析

　　　　二、中国集成电路三个重要发展目标

　　　　三、中国集成电路产业发展预测

　　　　四、中国集成电路市场发展预测

　　　　五、中国集成电路市场展望

　　　　六、中国消费IC市场发展趋势

　　第二节 “十三五”期间我国集成电路技术发展趋势

　　　　一、集成电路技术发展动向解析

　　　　二、集成电路产业链技术将保持较快发展

　　　　三、硅集成电路技术发展趋势

　　第四节 “十三五”期间我国集成电路各类应用市场发展趋势

　　　　一、浅谈中国通信集成电路市场发展趋势

　　　　二、汽车集成电路市场发展前景

　　　　三、视频IC在细分市场发展趋势分析

第十六章 “十三五”期间我国集成电路行业面临的问题及对策

　　第一节 “十三五”期间我国集成电路存在的问题

　　　　一、中国集成电路产业发展的主要问题

　　　　二、中国IC产业存在的两大问题

　　　　三、三大因素制约中国集成电路发展

　　　　四、中国IC产业的三大矛盾

　　　　五、中国集成电路面临的机会与挑战

　　第二节 “十三五”期间我国集成电路发展战略

　　　　一、中国集成电路产业发展五大重点任务

　　　　二、中国集成电路产业发展策略

　　　　三、中国集成电路发展思路

　　　　四、中国集成电路发展的政策措施

　　　　五、中国集成电路发展的六个关键

　　　　六、中国通信集成电路发展的建议

　　第三节 “十三五”期间我国IC设计业面临的问题及机遇

　　　　一、中国集成电路设计业存在的问题

　　　　二、中国IC设计业与国际水平的差距

　　　　三、阻碍中国IC设计业发展的三大矛盾

　　　　四、中国IC设计业需过三道坎

　　　　五、中国集成电路设计业面临的环境机遇与挑战

　　第四节 “十三五”期间我国IC设计业发展战略

　　　　一、加速发展IC设计业五大对策

　　　　二、加快IC设计业发展策略

　　　　三、发展中国IC设计业的七点建议

　　　　四、中国集成电路设计业崛起的关键
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